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Zapytanie ofertowe SDM-WG/37 z dnia 4 sierpnia 2021 r.
W dniu 6 sierpnia 2021 r. Zamawiający dokonał zmiany ilości przedmiotu zamówienia
W związku z powyższym zmienił termin składania ofert o 2 dn  tj. do 13 sierpnia 2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Punkt 2 Opis przedmiotu zamówienia
Było:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego zmontowanych obwodów drukowanych:
25 szt. PCB Motherboard
25 szt. Connector
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Jest:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego zmontowanych obwodów drukowanych:
30 szt. PCB Motherboard
30 szt. Connector
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Punkt 8 Termin składania ofert
Było
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 11 sierpnia 2021 r
Jest:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 13 sierpnia 2021 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Punkt 1 Przedmiot zamówienia
Było:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa płytek - zmontowanych obwodów drukowanych wg. dostarczonej dokumentacji :
PCB Motherboard

25 szt
PCB Connector


25 szt
Jest:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa płytek - zmontowanych obwodów drukowanych wg. dostarczonej dokumentacji :
PCB Motherboard

30 szt
PCB Connector


30 szt
FORMULARZ OFERTOWY
Było:
FORMULARZ OFERTOWY 
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 4 SIERPNIA 2021 r. 
NUMER SDM-WG/37 
Ja, niżej podpisany ……………………[•], działając jako …………………… [•] (dalej jako: „Wykonawca”), w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 4 sierpnia 2021 r. numer SDM-WG/37 (dalej jako: „Zapytanie Ofertowe”), niniejszym składam ofertę na dostawę
25 szt. PCB Motherboard; 25 szt. Connector zmontowanych obwodów drukowanych w (dalej jako: „Zamówienie”) w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Zamawiający”) projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Jest:
FORMULARZ OFERTOWY 
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 4 SIERPNIA 2021 r. 
NUMER SDM-WG/37 ZMIENIONO 6 SIERPNIA 2021 r.
Ja, niżej podpisany ……………………[•], działając jako …………………… [•] (dalej jako: „Wykonawca”), w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 4 sierpnia 2021 r. numer SDM-WG/37 zmieniono 6 sierpnia 2021 r. (dalej jako: „Zapytanie Ofertowe”), niniejszym składam ofertę na dostawę 30 szt. PCB Motherboard; 30 szt. Connector zmontowanych obwodów drukowanych w (dalej jako: „Zamówienie”) w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Zamawiający”) projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
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